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二维半导体三维集成研究取得新成果。

经过数十年发展，半导体工艺制程不断逼近亚纳米物理极限，但传统硅基集成电路难以依靠进一
步缩小晶体管面内尺寸来延续摩尔定律。发展垂直架构的多层互连CMOS逻辑电路，从而获得三
维集成技术的突破，是国际半导体领域积极探寻的新路径之一。

5月29日，相关研究成果以Van der Waals polarity-engineered 3D integration of 2D complementary
logic为题在线发表在《自然》（Nature
）上。研究工作得到国家重点研发计划纳米专项、国家自然科学基金以及沈阳材料科学国家研究
中心、辽宁材料实验室、山西大学量子光学与光量子器件国家重点实验室等的支持。
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https://www.nature.com/articles/s41586-024-07438-5


 

二维半导体三维集成研究取得重要进展

 

研究团队单位：金属研究所 

 

更多 科学进展 请访问 https://www.iikx.com/news/progress/
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